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真武 V900 芯片发布，ECOC 收官光互联景气

延续 
---电子行业周报 

报告摘要： 

[Table_Summary] AI 算力：平头哥发布真武 V900 芯片，阿里云加码 AI 算力基础设施。1）

2026 杭州云栖大会（9 月 22 日-24 日）启幕，平头哥发布新一代训推一体

AI 芯片真武 V900，单芯片性能为上一代真武 M890 的 3 倍，搭载 216GB 显

存、片间互联带宽 1200GB/s，原生支持 FP8/FP4 低精度，计划 2027 年一季

度量产；2）9 月 23 日，AICC 2026 人工智能计算大会召开，工信部表示智

能体加速落地将进一步提升算力需求；3）9 月 24 日，行云科技全资子公司

签订 8.72 亿元智算资源租赁服务合同。 

 

光通信：光互联技术密集发布，产业链产能扩张延续。1）9 月 24 日，欧洲

光通信会议 ECOC 2026 收官；2）9 月 23 日，中际旭创单日耗资 7.95 亿元

回购股份；3）9 月 22 日，Coherent 推出 PhotonLink 集成光学平台；4）9 月

23 日，富信科技 400G/800G 光模块 Micro TEC 实现批量供货；5）9 月 27

日，汇绿生态子公司钧恒科技拟投资 3.09 亿元建设光模块研发生产基地。 

 

存储：长鑫科技第五代工艺平台量产，存储先进封装与 HBM 扩产提速。1）

9 月 21 日，长鑫科技第五代工艺技术平台正式量产，采用四重曝光技术，

内存阵列有源区半间距微缩至 11.95nm；2）9 月 22 日，佰维存储拟投资约

45 亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期；3）9 月 23 日，三星电子计划

2027 年将 HBM4 系列产量提升一倍以上。 

 

集成电路：玻璃基板与先进制程加速推进，晶圆代工价格上行。1）9 月 22

日，武汉提出将集成电路打造成为“首位产业”；2）9 月 23 日，京东方玻璃

基封装载板试验线全线拉通；3）9 月 24 日，台积电拟自 2027 年 1 月起上

调晶圆代工价格 3%-6%；4）9 月 23 日，高通发布两款 2nm 制程骁龙芯片；

5）英伟达评估采用玻璃基板方案。 

 

量子科技：IonQ 量子纠错与 GPU 融合研究取得进展。1）9 月 22 日，IonQ

完成业界首个端到端实时量子纠错解码器测试；2）9 月 23 日，IonQ 宣布在

英伟达加速量子研究中心部署 Superion 256 量子计算机。 

 

 

下周关注重点：1）产业事件：阿里云栖大会后续发布与产业合作落地，平

头哥真武 V900、倚天 CPU 的供应链配套进展；2）业绩与公告：光模块、

存储、半导体设备等产业链公司三季报预告陆续披露；3）存储涨价：关注

存储现货与长协价格走势、HBM 扩产节奏及玻璃基板等先进封装材料的配

套进展；4）先进封装：京东方玻璃基封装载板、英伟达玻璃基板方案等新

路线进展；5）海外产业：台积电晶圆代工涨价落地情况、CPO/NPO 光互联

技术路线演进。 

风险提示：AI 算力投资不及预期风险；存储芯片价格波动；中美贸易摩

擦与出口管制加剧风险；光互连技术路线切换不确定性风险。 
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1. 本周行情复盘 
 

本周上证指数涨幅 0.33%，深证成指跌幅 0.69%，科创板综指涨幅 1.67%，创业板指

跌幅 0.28%。申万电子指数周跌幅 1.46%，在 31 个子行业中排名 25。 

 

图 1：本周申万各行业涨跌幅指数 

 

数据来源：Choice，东北证券 

 

电子细分板块中表现前三为：光学光电子跌幅 0.59%，电子化学品Ⅱ跌幅 0.94%，其

他电子Ⅱ跌幅 1.09%。 

 

图 2：申万电子细分行业本周涨跌幅情况 

 

数据来源：Choice，东北证券 

 

个股涨幅前三为先导基电（54.14%）、福立旺（46.98%）、富信科技（38.17%）。个股

跌幅前三为泓禧科技（-20.23%）、华正新材（-16.02%）、南亚新材（-14.86%）。 
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表 1：本周电子个股涨跌幅前五 

 证券代码 证券名称 涨跌幅 股价（元） 公司市值（亿元） 

涨幅前五 

600641.SH 先导基电 54.14% 51.56 488.878 

688678.SH 福立旺 46.98% 32.63 131.5337 

688662.SH 富信科技 38.17% 128.28 147.1444 

605058.SH 澳弘电子 35.80% 60.2 86.0409 

603068.SH 博通集成 33.53% 48.51 73.632 

跌幅前五 

920857.BJ 泓禧科技 -20.23% 16.52 12.226 

603186.SH 华正新材 -16.02% 213.3 334.4342 

688519.SH 南亚新材 -14.86% 295.08 693.9704 

603115.SH 海星股份 -13.38% 79.4 194.1986 

300868.SZ 杰美特 -12.26% 82.84 105.3548 
 

数据来源：Chocie，东北证券 

 

2. 本周行业重点事件 
 

2.1 AI 算力：平头哥发布真武 V900 芯片，阿里云加码 AI 算力基础设

施。 
 

平头哥发布新一代训推一体 AI 芯片真武 V900。2026 杭州云栖大会于 9 月 22 日至

24 日举行，平头哥在会上发布新一代训推一体 AI 芯片真武 V900，单芯片性能为上

一代真武 M890 的 3 倍，搭载 216GB 显存、片间互联带宽达到 1200GB/s，原生支

持 FP8/FP4 低精度，可满足万亿参数大模型的训练与推理需求，计划于 2027 年一

季度量产并在阿里云数据中心规模化部署，基于其构建的单一集群可扩展至 50 万

卡。此举意味着，国产 AI 芯片在算力规格、显存容量与互联带宽上持续升级，真武

V900 的低精度支持与 50 万卡集群扩展能力，为超大模型训练和推理提供了硬件底

座，国产算力芯片的规模化供给能力进一步提升。 

 

阿里云加码 AI 基础设施，平头哥构建全栈自研芯片布局。本届云栖大会上，阿里

巴巴集团 CEO 吴泳铭表示，AI 模型、AI 芯片和 AI 云是机器智能时代的三大基石，

阿里巴巴将坚定投入这三项基础设施建设，目标到 2032 年阿里云运营的全球数据

中心规模超过20GW。平头哥已对数据中心芯片进行全面布局，覆盖真武系列GPU、

倚天系列 CPU、磐脉系列智能网卡及 ICN 互联芯片，其中倚天服务器 CPU 将于 2027

年推出倚天 720 和倚天 730 两代产品，后续倚天 750 将支持自研 ICN 片间互联总线

协议、与真武 AI 芯片直接互联。此举反映阿里在算力芯片领域的全栈自研布局进

一步成型，芯片、云与模型的协同投入构成其面向机器智能时代的核心底座，云厂

商的算力军备竞赛持续加剧。 

 

AICC 2026 人工智能计算大会召开，智能体加速落地提升算力需求。9 月 23 日，

AICC 2026 人工智能计算大会召开，工信部相关负责人表示，智能体加速落地将进

一步提升算力需求，未来需强化算力、存力、运力、电力协同，推动计算架构、高

速互联和软硬件协同等关键技术突破。此举反映智能体应用的规模化落地正成为算

力需求增长的新引擎，算力基础设施的协同优化与关键技术突破成为产业发展的重

点方向。 

 

行云科技子公司签订 8.72 亿元智算资源租赁服务合同。9 月 24 日，行云科技全资

子公司签订 8.72 亿元智算资源租赁服务合同，AI 算力租赁需求继续增长，公司此

前亦持续通过采购 GPU 算力资源扩充算力供给能力。此举反映 AI 算力租赁市场的

需求持续旺盛，第三方智算服务商通过采购算力资源扩充供给能力，算力资源向更

广泛的行业客户渗透。 

 

2.2 光通信：光互联技术密集发布，产业链产能扩张延续。 
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欧洲光通信会议 ECOC 2026 收官。9 月 24 日，欧洲光通信会议（ECOC 2026）在

西班牙马拉加圆满收官，本届会议于 9 月 20 日至 24 日举行，汇聚了来自世界各地

的光通信领域研究者与行业专家。此举为光通信产业的技术交流与路线演进提供平

台，高速光互联、硅光、CPO/NPO 等前沿方向成为行业关注焦点。 

 

中际旭创单日耗资 7.95 亿元回购股份。9 月 23 日，中际旭创单日耗资 7.95 亿元回

购股份，共回购 85.70 万股，成交价格区间为 921.85-935 元/股，回购股份拟持作库

存股份。此举反映光模块龙头在手现金充裕，持续回购用于库存股份，也体现公司

对自身经营情况的判断。 

 

Coherent 推出 PhotonLink 集成光学平台。9 月 22 日，Coherent 推出 PhotonLink 集

成光学平台，面向下一代 AI 数据中心，支持 CPO、NPO 及芯片间光互联，公司预

计该平台于 2026 年第四季度开始贡献收入，并同步扩大 6 英寸磷化铟产能。此举

反映海外光器件龙头加速布局 CPO/NPO 等新型光互联方案，磷化铟作为光引擎核

心材料的产能扩张，印证了共封装光学产业化的加速推进。 

 

富信科技 400G/800G 光模块 Micro TEC 实现批量供货。9 月 23 日，富信科技表示，

400G、800G 光模块用 Micro TEC 已实现批量供货，1.6T 产品进入小批量供货；面

向 CPO 新型封装技术的 TEC 仍处于送样验证阶段。此举反映高速光模块配套的微

电子制冷器件需求随速率提升而增长，光模块散热环节的国产化配套能力持续增强。 

 

汇绿生态子公司钧恒科技拟投资 3.09 亿元建设光模块研发生产基地。9 月 27 日，

汇绿生态公告，控股子公司武汉钧恒科技有限公司拟投资 3.09 亿元，在武汉东湖高

新区投资建设"钧恒科技研发生产基地项目"，项目建成后现有年产 150 万支产线将

实现全面技术升级，并新增年产 200 万支高速率光模块生产线，武汉区域合计达到

350 万支高速率光模块年产能。此举反映光模块产业链产能扩张延续，高速率光模

块产能的扩充匹配 AI 数据中心对光互联的持续需求。 

 

2.3 存储：长鑫科技第五代工艺平台量产，存储先进封装与 HBM 扩产

提速。 
 

长鑫科技第五代工艺技术平台正式量产，内存阵列有源区半间距微缩至 11.95nm。

9 月 21 日，长鑫科技第五代工艺技术平台正式实现量产，采用四重曝光技术，将内

存阵列有源区半间距微缩至 11.95nm，并同步展出基于该平台的大容量 LPDDR5X

产品。此举标志着国产 DRAM 工艺平台向更先进节点演进，四重曝光技术在先进制

程受限条件下实现了存储阵列的进一步微缩，高端 DRAM 的工艺与产品竞争力持

续提升。 

 

佰维存储拟投资约 45 亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期。9 月 22 日，佰维存

储拟投资约 45 亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期，其中固定资产投资约 40 亿

元，进一步扩充存储及 AI 硬件相关晶圆级先进封装产能。此举反映存储模组厂商

向晶圆级先进封装环节延伸，存储与 AI 硬件的先进封装需求持续增长，推动相关

厂商加大晶圆级封测产能布局。 

 

三星电子计划 2027 年 HBM4 系列产量提升一倍以上。9 月 23 日，据报道，三星电

子计划 2027 年将 HBM4 系列产量提升一倍以上，覆盖 HBM4 及 HBM4E；为配合

扩产，公司计划将关键玻璃载板采购量较今年提高约2.5倍，HBM供需仍维持紧张。

此举反映 HBM 供给扩张节奏加快，玻璃载板作为 HBM 先进封装的关键材料，其

采购量的提升也印证了 HBM 先进封装产能的扩张，存储先进封装环节的需求确定

性增强。 
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2.4 集成电路：玻璃基板与先进制程加速推进，晶圆代工价格上行。 
 

武汉提出将集成电路打造成为“首位产业”。9 月 22 日，武汉提出加快将集成电路

打造成为“首位产业”，重点深耕存储芯片、化合物半导体、传感芯片，并布局存算

一体、光电融合、三维集成等前沿方向，支持长江存储等龙头企业增资扩产。此举

反映地方层面对集成电路产业的政策支持力度加大，存储、化合物半导体等优势领

域的集群化发展进一步强化，也为龙头企业的扩产提供政策支撑。 

 

京东方玻璃基封装载板试验线全线拉通。9 月 23 日，京东方表示玻璃基封装载板试

验线已全线拉通，完成尺寸超过 100×100mm 的 24 层基板产出，并计划未来一年

内敲定玻璃基封装载板量产线投资方案。此举反映玻璃基板作为下一代先进封装材

料的产业化进程加速，玻璃基封装载板在 AI 芯片高密度封装中的应用前景逐步清

晰，先进封装新路线的产业化持续推进。 

 

台积电拟自 2027 年 1 月起上调晶圆代工价格 3%-6%。9 月 24 日，据供应链消息，

台积电拟自 2027 年 1 月起上调晶圆代工价格 3%-6%，其中 2nm、3nm 等先进制程

涨幅较高，AI 芯片需求持续推升先进制程产能利用率及代工价格。此举反映先进制

程代工供需格局偏紧，AI 芯片需求推动先进制程产能利用率维持高位，代工价格的

上行也向产业链下游传导成本压力。 

 

高通发布两款 2nm 制程骁龙芯片。9 月 23 日，高通发布两款新一代旗舰骁龙芯片，

均采用 2nm 制程，CPU 最高主频达到 5GHz，进一步提升安卓高端移动终端的 CPU

及 AI 计算性能。此举反映旗舰移动 SoC 向 2nm 制程迈进，高端安卓终端的计算与

AI 性能持续升级，先进制程在移动端的渗透进一步加深。 

 

英伟达评估采用玻璃基板方案。据韩国科技媒体 KIPOST 报道，英伟达正在评估采

用玻璃基板方案，并与德国设备厂商 SCHMID 等企业开展合作，希望韩国、日本及

中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在 2028 年前落地。此举

反映玻璃基板在 AI 芯片先进封装中的应用前景受到头部厂商关注，若英伟达采用

玻璃基板，将加速玻璃基板产业链的产业化进程。 

 

2.5 量子科技：IonQ 量子纠错与 GPU 融合研究取得进展。 
 

IonQ 完成业界首个端到端实时量子纠错解码器测试。9 月 22 日，IonQ 宣布完成业

界首个端到端实时量子纠错解码器测试，可使用单颗标准 CPU 在量子系统运行期

间实时检测和纠正错误，测试覆盖最高 408 个逻辑量子比特和超 3100 万次量子操

作。此举标志着量子纠错向实时化、实用化迈进，端到端实时纠错的实现为量子计

算的规模化容错提供了基础能力。 

 

IonQ 将在英伟达加速量子研究中心部署 Superion 256 量子计算机。9 月 23 日，

IonQ 宣布将在英伟达加速量子研究中心部署 Superion 256 量子计算机，成为该中心

首个现场部署的 QPU，并通过 NVQLink 连接英伟达 GB200 NVL72，开展量子计算

与 GPU 融合研究。此举反映量子计算与经典 GPU 算力的融合探索加速，量子-经典

混合计算的硬件协同路径逐步清晰。 

 

2.6 下周关注重点 
 
1）产业事件：阿里云栖大会后续发布与产业合作落地，平头哥真武 V900、倚天 CPU 的供

应链配套进展；2）业绩与公告：光模块、存储、半导体设备等产业链公司三季报预告陆续披

露；3）存储涨价：关注存储现货与长协价格走势、HBM 扩产节奏及玻璃基板等先进封装材

料的配套进展；4）先进封装：京东方玻璃基封装载板、英伟达玻璃基板方案等新路线进展；

5）海外产业：台积电晶圆代工涨价落地情况、CPO/NPO 光互联技术路线演进。 
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3. 风险提示 
 

➢ AI 算力投资不及预期风险。 

 

➢ 存储芯片价格波动。 

 

➢ 中美贸易摩擦与出口管制加剧风险。 

 

➢ 光互连技术路线切换不确定性风险。 
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